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Beschreibung 




Schaltungsanordnung 

Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung, d. h. eine 
Anordnung aus miteinander verschalteten Bauelementen . Genauer 
ge'sagt betrifft die Erfindung eine Schaltungsanordnung • mit 
einem Leistungsteil . Die Schaltungsanordnung soil also fur 
hohe Strome geeignet sein. 

Es ist bekannt, Schaltungsanordnungen in Hybridtechnologie 
herzustellen. Dazu sind Chips mit Halbleiterbauelementen ohne 
Chipgehause an einem Keramiktrager, in dem Leiterbahnen ange- 
ordnet sind, bef estigt . Die Befestigung ist derart, daS .ein 
direkter elektrischer Kontakt zwischenden Leiterbahnen und 
den. Chips gebildet wird. Weitere elektrische Leitungen fiir 
die Chips werden durch Drahtverbindungen realisiert. 

Eine solche Schaltungsanordnung hat den Vorteil, dass sie 
aufgrund der gehauselosen Chips nur einen geringen Platzbe- 
darf erfordert. Nachteilig an einer solchen Schaltungsanord- 
nung ist jedoch, dass sie als Leistungsmodul fur sehr hohe 
Strome, wie z. B. 3 00 Ampere Dauerstrom, nicht geeignet ist, 
da in einem Keramiktrager angeordnete Leiterbahnen in der Re- 
gel solche hohen Strome nicht leiten konnen. 

Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass sich Warme aus ei- 
ner Schaltungsanordnung mit Keramiktrager nur schlecht abfuh- 
ren lasst. Eine gute Warmeabfuhr ist jedoch fur Hochstroman- 
wendungen erf orderlich, da in diesem Fall die Bauelemente in 
der Regel viel Verlustwarme erzeugen, die zu einer Zerstorung 
der Bauelemente fiihren konnte. ■ 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Schaltungsan- 
ordnung anzugeben, die einen geringen Platzbedarf aufweist 
und zugleich fiir hohe Strome geeignet ist. 
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Die Aufgabe wird gelost durch eine Schaltungsanordnung mit 
folgenden Merkmalen: Die Schaltungsanordnung weist ein Leis- 
tungsteil auf, da.s warmeerzeugende Bauelemente und mindestens 
ein weniger warmeerzeugendes Bauelement umfasst. Das weniger 
warmeerzeugende Bauelement ist in einem inneren Bereich der 
Schaltungsanordnung angeordnet. Die warmeerzeugenden Bauele- 
mente sind um den inneren Bereich herum angeordnet und an 
mindestens einem als elektrische Leitung wirkenden metalli- 
schen Korper befestigt, mit dem sie elektrisch verbunden 
sind. Zur Kuhlung der warmeerzeugenden Bauelemente ist der 
Korper elektrisch isoliert zumindest , im Bereich der warmeer- 
zeugenden Bauelemente auf einem Kuhlkorper angeordnet. Der 
Kuhlkorper ist um den inneren Bereich umlaufend ausgestaltet . 

Die warmeerzeugenden Bauelemente sind direkt am Korper befes- 
tigt,. der zugl.eich als Trager der warmeerzeugenden Bauelemen- 
te und als elektrische Leitung dient. Es sirid keine weiteren 
Leitungen und Drahte zwischen den warmeerzeugenden Bauelemen- 
ten und dem Korper erf orderlich, die den elektrischen Wider- 
stand erhohen wiirden. Der elektrische Widerstand des Korpers 
ist sehr klein im Vergleich zu in einem isolierenden. Trager 
angeordneten Leiterbahnen . Die Schaltungsanordnung ist folg- 
lich fur hohe Strome geeignet . 

Dariiber hinaus kann in den warmeerzeugenden Bauelementen er-, 
zeugte Warme sehr schnell abgefuhrt werden, da zwischen den 
warmeerzeugenden Bauelementen und dem Kuhlkorper im wesent li- 
chen nur der metallische Korper angeordnet ist, der eine bes- 
sere Warmeleitf ahigkei t aufweist, als ein Trager aus Keramik. 

Die Schaltungsanordnung ist sehr platzsparend ausgefuhrt, da 
der Kuhlkorper nur unter den Bauelementen angeordnet ist, die 
hohe Verlustwarme erzeugen. - 

Die Schaltungsanordnung ist auch aus dem Grund sehr kompakt, 
weil die warmeerzeugenden Bauelemente um das weniger warmeer- 
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zeugende Bauelement herum angeordnet sind, so class Verbindun- 
gen zwischen den Bauelementen sehr kurz sein konnen . 

Die Dimensionierung des Korpers ist abhangig von der Strom- 
5 starke und der zu erreichenderi thermischen Leitf ahigkeit . Der 
Korper ist vorzugsweise zwischen ca. 2 mm und 4 mm dick und 
besteht im Wesentlichen aus Kupfer. Es sind jedoch auch ande- 
re Materialien fur den Korper geeignet, wie z. B. Aluminium. 

10 Die. warmeerzeugenden Bauelemente konnen Chips sein, die z. B. 
(Leistungs) Trans is tor en, Dioden oder IGBT's enthalten. Das 
£ weniger warmeer zeugende Bauelement kann z. B. ein Kondensator 
sein. 

15 Urn den Platzbedarf der Schaltungsanordnung zu reduzieren und 
urn die Warmeabfuhr zu verbessern, .ist es vorteilhaft, wenn 
die Chips keine Gehause aufweisen. 

Die Schaltungsanordnung weist vorzugsweise neben dem Leis- 
2 0 tungsteil ein Logikteil auf , iiber den das Leistungsteil ge- 
steuert werden kann. 



Zur Reduktion des Platzbedarfs der Schaltungsanordnung ist es 
vorteilhaft, wenn das Logikteil iiber dem irineren Bereicb an- 
geordnet ist. Dies hat auch den Vorteil, dass elektrische 
Verbindungen zwischen dem Logikteil und dem Leistungsteil 
sehr kurz sein konnen. Die Verbindungen konnen z. B. durch 
Drahtverbindungen (Bondungen) realisiert werden. Zusatzliche 
Verbindungsleitungen und storempf indliche und kos tenintensive 
3 0 Steckverbindungen konnen entf alien. 

Die Schaltungsanordnung kann eine Platte aufweisen, die den 
inneren Bereich bedeckt und iiber dem weniger warmeerzeugenden 
Bauelement angeordnet ist. Die Platte weist zumindest eine 
35 Offnung iiber dem inneren Bereich auf. Das weniger warmeerzeu- 
gende Bauelement ist iiber eine erste drahtformige Verbindung, 
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der durch die Offnung gefuhrt ist, mit der Platte elektrisch 
verbunden . 

Aufgrund der ersten drahtf ormigen Verbindung weist die Platte 
Unebenheiten auf. Damit das Logikteil auf eine ebene Flache. 
aufgebracht werden kann ; ist es vorteilhaft, einen Trager 

vorzusehen, der iiber dem inneren Bereich und iiber der Platte 

f 

angeordnet ist. Der Trager kann von der Platte "durch eine i- 
solierende Schicht elektrisch isoliert sein. Die der Platte 
zugewandte Flache des Tragers weist im Bereich der ersten 
drahtf ormigen Verbindung eine Einbuchtung auf, urn der ersten 
drahtf ormige Verbindung Raum zu geben . Die, der Platte abge- 
wandte Flache des Tragers ist dagegen eben . Das Logikteil ist 
elektrisch isoliert auf der der Platte abgewandten Flache des 
Tragers angeordnet. Der Trager dient der mechanischen Adapti- 
on zwischen der Platte und dem- Logikteil. 

Stellt sich das Logikteil als fehlerhaft heraus, so kann das 
Logikteil einfach von dem Trager entfernt werden und unabhan- 
gig vom Leistungsteil repariert bzw. ausgetauscht werden . 

Es konnen mehrere weniger warmeerzeugende Bauelemente vorge- 
sehen sein, die im inneren Bereich der Schaltungsanordnung 
angeordnet sind und iiber erste drahtfprmige Verbindungen mit. 
der Platte elektrisch verbunden sind. Entsprechend weist der 
Trager mehrere Einbuchtungen auf. 

Vorzugsweise besteht der Trager im we'sentlichen aus einem Ma- 
terial mit hoher Warmelei tf ahigkeit , damit im Logikteil er- 
zeugte Warme iiber den Trager und iiber die Platte in den Kuhl- 
korper abgefuhrt werden kann. Der Trager besteht beispiels- 
weise im .Wesentlichen aus Aluminium und ist zwischen 1 und 10 
mm dick . . 

Besonders geeignet ist die, Schaltungsanordnung fur eine Pa- 
rallelschaltung von Halbbrticken . Dazu sind die warmeerzeugen- 
den Bauelemente als gehauselose erste Chips und zweite Chips 
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ausgestaltet , die jeweils einen Transistor enthalten, wobei 
die ersten Chips an mindestens einem ersten metal lischen Kor- 
per und die zweiten Chips an einem zweiten metallischen Kor- 
per befestigt sirid. Der erste Korper ist als Schiene ausges- 
taltet, die sich entlang des auSeren Randes des Kiihlkorpers 
erstreckt. Der zweite Korper ist plattenf ormig ausgestaltet 
und bedeckt den inneren Bereich und den inneren Rand des 
Kiihlkorpers. Die Platte ist elektrisch isoliert auf dem zwei- 
ten Korper angeordnet . Der zweite Korper weist eine erste 
Offnung uber dem inneren Bereich auf, die unterhalb der Off- 
nung der Platte angeordnet ist und durch die die erste draht- 
formige Verbindung gefiihrt ist. Der zweite Korper weist min- 
destens eine zweite Offnung uber dem inneren Bereich auf. Das 
weniger w£ririeerzeugende Bauelement ist als Kondensator aus- 
gestaltet und uber eine zweite drahtformige Verbindung, die 
durch die zweite Offnung gefiihrt ist, mit dem zweiten Korper 
elektrisch verbunden. Die erste drahtformige Verbindung und 
die zweite drahtformige Verbindung sind in. diesem Fall Kon- 
densatoranschliisse . Die ersten Chips sind uber Drahtverbin- 
dungeri mit der Platte elektrisch verbunden. Die zweiten Chips 
sind liber Drahtverbindungen mit dem ersten Korper elektrisch 
verbunden . 

Der zweite Korper und die Platte bilden zwei voneinander e- 
lektrisch isolierte Metallplatten, welche unterschiedliche 
Potentiale fuhren. Zwischen den unterschiedlichen .Potentialen 
wird der Kondensator eingebracht . 

Die ersten Chips sind parallel und zwischen dem ersten Korper 
und der Platte geschaltet. Die zweiten Chips sind parallel 
und zwischen dem ersten Korper und dem zweiten Korper ge- 
schaltet. Je ein erster Chip und ein zweiter Chip bilden eine 
Halbbrlicke. Die Halbbrucken sind parallel zueinander und zwi- 
schen der Platte und dem zweiten Korper geschaltet. 

Die umlaufende Anordnung des Kiihlkorpers ermoglicht eine be- 
sonders kompakte Anordnung einer Vielzahl von Halbbriicken. 
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Die zweiten Chips sind dabei durch den plattenf ormigen zwei- 
ten Korper untereinander verbunden. 

Es konnen mehrere erste Schienen vorgesehen sein, die sich 
z. B. jeweils entlang einer Kante des Kuhlkorpers erstrecken. 
Die ersten Korper sind vorzugsweise elektrisch nicht mitein- 
ander verbunden, damit sie unterschiedliche Phasen fiihren 
konnen. 

Der erste Korper, der zweite Korper und die Platte bestehen 
beispielsweise aus Kupfer. Es sind jedoch auch andere Materi- 
alien, wie z. B. Aluminium, geeigriet . 

Im Fblgenden wird ein Aus fuhrungsbei spiel der Erfindung an- 
harid der Figuren naher erlautert . - 

Figiir 1 zeigt einen Teil eines Schal tbildes einer Schal- 
tungsanordnung mit ersten Chips, zweiten Chips, 
Kondensatoren, einem Ausgangsanschluss , einem 
Groundanschluss und einem Spannungsanschluss . 

Figur 2 zeigt eine dreidimensionale Darstellung der Schal- 
tungsanordnung, in der die ersten Chips, die zwei- 
ten Chips, ein erster Korper, ein zweiter Korper,: 
eine Platte, ein Trager, ein Logikteil, ein Kiihl- 
korper und Bondverbindungen dar- 
gestellt sind. 

Figur 3 zeigt einen Querschnitt durch einen inneren Bereich 
der Schal tungsanordnung, in dem Kondensatoren, ers- 
te drahtformige Verbindungen , zweite drahtformige 
Verbindungen, Of fnungen, erste Offnungen, zweite 
Offnungen, isolierende Schichten, der zweite Kor- 
per, die Platte, der Trager und das Logikteil dar- 
gestellt sind. 
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Im Ausf uhrungsbeispiel ist eine Scha 1 tungsanordnung vorgese- 
hen, die ein Leistungsteil LE und ein Logikteil LO aufweist. 

Das Leistungsteil LE besteht aus einer Parallelschal tung aus 
Halbbrlicken sowie aus parallel geschalteten Kondensatoren K. 
Die Kondensatoren K bilden weniger warmeerzeugende Bauelemen- 
te der Schaltungsanordnung . 

Das Leistungsteil LE weist als warmeerzeugende Bauelemente 
erste Chips CI auf, die ohne Gehause direkt an mehreren ers- 
ten metallischen Korpern Kl, die als S.chiene ausgestaltet 
sind und im Wesentlichen aus Kupfer bestehen, befestigt sind 
(siehe Figur 2) . Die ersten Korper Kl sind entlang ,au£erer 
Kanten eines um..einen inneren Bereich IB der Schaltungsanord- 
nung umlauf enden . Kuhlkorper KK angeordnet . Die ersten. Chips 
CI weisen jeweils einen Transistor auf . Die ersten Chips CI 
sind derart auf den ersten Korpern Kl angeordnet, das s erste 
Source/Drain-Gebiete der ersten Chips CI mit den ersten Kor- 
pern Kl elektrisch verbunden sind. 

Die ersten Korper Kl weisen eine Dicke von ca. 4 mm, eine 
Breite von ca . 10 mm und eine Lange von ca . 12 cm bzw. 18 cm 
auf. Die ersten Korper Kl sind elektrisch voneinander ge- 
trennt und fuhren verschiedene Phasen. 

Das Leistungsteil LE weist als warmeerzeugende Bauelemente 
zweite Chips C2 auf, die wie die ersten. Chips CI ausgestaltet 
sind und ohne Gehause derart . direkt an einem zweiten metalli- 
schen Korper K2 befestigt sind, dass erste Source/Drain- 
Gebiete der Transistoren der zweiten Chips C2 mit dem zweiten 
Korper K2 elektrisch verbunden sind. Der zweite Korper K2 ist 
plattenf ormig ausgestaltet, besteht im Wesentlichen aus Kup- 
fer und bedeckt den inneren Bereich sowie innere Kanten des 
Kuhlkorpers KK (siehe Figur 2) . Unter dem zweiten Korper K2 
sind im inneren Bereich IB die Kondensatoren K angeordnet 
(siehe Figur 3) . . 
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Zweite Source/Drain-Gebiete der zweiten Chips C2 sind iiber 
Bondverbindungen B mit den ersten Korpern Kl verbunden. 

Eine metallische Platte P, die im wesentlichen aus Kupfer be- 
steht, ist durch eine erste isolierende Schicht II elektrisch 
isoliert auf dem zweiten Korper K2 angeordnet (siehe Figuren 
2 und 3) . Die Platte P weist zackenartige Vorspriinge V auf, 
die zwischen zueinander benachbarten zweiten Chips C2 ange- 
ordnet sind.. Zweite Source/Drain-Gebiete der Transistoren der 
ersten Chips CI sind iiber Bondverbindungen B mit den Vor- 
sprungen V der Platte P verbunden. 

Der zweite Korper K2 weist iiber dem inneren Bereich erste :': .. 
Offnungen 01 und zweite Offnungen 02 auf . Die Platte P weist 
iiber. dens er s ten Of fnungen 01 und den zweiten Offnungen 02 des 
zweiten Korpers K2 Offnungen 0 auf. Die Kondensatoren K sind 
iiber erste drahtformige Verbindungen Bl, die durch die ersten 
Offnungen Ol des zweiten Korpers K2 und durch die dariiber an- 
geordneten Offnungen 0 der Platte P.hindurch gefiihrt sind, 
mit der Platte P elektrisch verbunden. Die Kondensatoren K 
sind iiber zweite drahtformige Verbindungen B2,. die durch die 
zweiten Offnungen 02 gefiihrt sind, mit dem zweiten Korper K2 
elektrisch. verbunden. Die Offnungen O der -Platte P, die iiber 
den zweiten Offnungen des zweiten Korpers . K2 angeordnet sind, 
geben den zweiten drahtf ormigen Verbindungen B2 Raum. Die . 
ersten drahtf ormigen Verbindungen Bl und die zweiten draht- 
f ormigen Verbindungen B2 bilden Kondensatoranschliisse der 
Kondensatoren K. 

Zur Vermeidung von Kurzschliissen zwischen den ersten draht- 
f ormigen Verbindungen Bl und dem zweiten Korper K2 bzw. zwi- 
schen den zweiten drahtf ormigen Verbindungen B2 und der Plat- 
te P sind die Flachen der Offnungen O, der ersten Offnungen 
01 und der zweiten Offnungen .02 mit zweiten isolierenden 
Schichten 12 versehen. 
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Uber der Platte P ist ein Trager T aus Aluminium angeordnet 
Csiehe Figur 2) . Der Trager T ist ca. 5 mm dick. Die der 
Platte P zugewandte Flache des Tragers T weist im Bereich der 
ersten drahtf ormigen Verbindungen Bl Einbuchtungen E auf, urn 
den ersten drahtf ormigen Verbindungen Bl Raum zu geben. Die 
der Platte P abgewandte Flache des Tragers T ist eben. 

Das Logikteil LO ist durch eine dritte isolierende Schicht 13 
elektrisch isoliert auf der der Platte- P abgewandten' Flache 
des Tragers T angeordnet und liber Bondverbindungen B mit dem 
Leistungsteil LE verbunden. 

Die ersten Korper Kl sind mit Ausgangsanschlussen AA verbun.-. 
den ( siehe Figur . 1) ... Der zweite Korper K2 ist- mit einem Span- 
nungsanschluss SP verbunden, -.der mit ca. 36 Volt beaufschlagt 
ist. Die Platte P ist mit einem Groundanschluss GA verbunden, 
der mit Null Volt beaufschlagt ist. 

Die Kondenstoren K sind parallel zueinander und zwischen dem 
GroundanschluS GA und dem SpannungsanschluS SP geschaltet. 

Die ersten Chips Gl sind parallel und zwischen dem Ausgang- 
sanschlufi AA und dem GroundanschluS GA geschaltet. Die zwei- 
ten Chips C2 sind parallel und zwischen dem AusgangsanschluS 
AA und dem SpahnungsanschluS SP geschaltet. Die ersten Chips 
CI bilden einen Lowside-Drive. Die zweiten Chips. C2 bilden 
ein en Highside-Drive . Je eine erster Chip CI und ein zweiter 
Chip C2 bilden eine Halbbrucke. Die Halbbriicken sind parallel 
und zwischen dem GroundanschluS GA und dem SpannungsanschluS 
SP geschaltet. 
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Patentanspriiche 

1. Schaltungsanordnung 

- mit einem Leistungsteil (LE) , das warmeerzeugende Bauele- 
mente und mindestens ein weniger warmeerzeugendes Bauele- 
ment umfqLsst, 

- bei der das weniger warmeerzeugende- Bauelement in einem in 
neren Bereich (IB) der Schaltungsanordnung angeordnet ist, 

- bei der die warmeerzeugenden Bauelemente um den inneren Be 
reich (IB) herum angeordnet sind und an mindestens einem 
als elektrische Leitung wirkenden metallischen Korper (Kl) 
befestigt sind, mit dem sie elektrisch verbunden sind, 

bei der zur Kiihlung der warmeerzeugenden Bauelemente der 
Korper (Kl) elektrisch isoliert zumindest inv Bereich der 
warmeerzeugenden: Bauelemente auf einem Kiihlkorper (KK) an- 
geordnet ist, - . ^; 

- bei der der Kuhlkorper (KK) um den inneren Bereich (IB) um- 
laufend ausgestaltet ist. 

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, 

- mit einem Logikteil (LO) , das iiber dem inneren Bereich (IB) 
angeordnet ist, 

- bei der das Logikteil (LO) mit dem Leistungsteil (LE) iiber 
Bondverbindungen (B) elektrisch miteinander verbunden ist. 

3. Schaltungsanordnung nach Anspruch. 2, 

- mit einer metallischen Platte (P) , die den inneren Bereich 
(IB) bedeckt und liber dem weniger warmeerzeugenden Bauele- 
ment angeordnet ist, 

- bei der die Platte (P) zumindest eine Offnung (O) uber dem 
inneren Bereich (IB) aufweist, 

- bei der das weniger warmeerzeugende Bauelement iiber eine 
erste drahtformige Verbindung (Bl), die durch die Offnung' 
(O) gefuhrt'ist, mit der Platte (P) elektrisch verbunden 
ist , 

- mit einem Trager (T) , der elektrisch isoliert iiber dem in^ 
neren Bereich (IB), und iiber der Platte (P) angeordnet ist, 
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- bei der die der Platte (P) zugewandte Flache des Tragers 
(T) im Bereich der ersten drahtf ormigen Verbindung (Bl) ei- 
ne Einbuchtung (E) aufweist, urn der ersten drahtf ormigen 
Verbindung (Bl) Raum. zu geben, 

- bei der die der Platte (P) abgewandte Flache des Tragers 
(T) im wesentlichen eben ist,. 

- bei der das Logikteil (LO) elektrisch isoliert auf der der 
Platte (P) abgewandten Flache des Tragers (T) angeordnet 
ist 

4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 3, 

- bei der der Trager (T) im wesentlichen aus Aluminium be- 
. st eht . ' 

5 . Schaltungsanordnung nach einem: der Anspriiche 1 bis 4, 

- mit einer metallischen Platte .( P) , die den inneren Bereich 
(IB) bedeckt und liber dem weniger. warmeerzeugenden Bauele- 
ment angeordnet ist, 

- bei der die Platte (P) zumindest eine Offnung (O) uber dem 
inneren Bereich (IB) aufweist, 

- bei der das weniger warmeerzeugende Bauelement als Konden- 
sator (K) ausgestaltet ist und uber eine erste drahtformige 
Verbindung (Bl) , die durch die Offnung . (O) gefiihrt ist, mit 
der Platte (P) elektrisch verbunden ist, 

- bei der die warmeerzeugenden Bauelemente als gehauselose 
erste Chips (CI) und zweite Chips (C2) ausgestaltet sind, 
die jeweils einen Transistor enthalten, wobei die ersten 
Chips (Cl) an mindestens einem ersten metallischen Korper 
(Kl) und die zweiten Chips (C2) an einem zweiten metalli- 
schen Korper (K2) befestigt sind, 

bei der der erste Korper (Kl) als Schiene ausgestaltet ist, 
die sich entlang des auSeren Randes des Kiihlkorpers (KK) 
erstreckt , 

bei der der zweite Korper (K2) als Platte (P) ausgestaltet 
ist, die den inneren Bereich (IB) und den inneren Rand des 
Kiihlkorpers (KK) bedeckt, 
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- bei der die Platte (P) elektrisch isoliert auf dem zweiten 
Korper (K2) angeordnet ist, 

- bei der der zweite Korper (K2) eine erste Offnung (01) iiber 
dem inneren Bereich (IB) aufweist, die unterhalb der Off- 
nung (O) der Platte (P) angeordnet ist und durch die die 
erste drahtf ormige Verbindung (Bl) gefiihrt ist., 

- bei der der zweite Korper (K2) mindestens eine zweite Off- 
nung (02) iiber dem inneren Bereich (IB) aufweist, 

- bei der das weniger warmeerzeugende Bauelement liber eine ■ 
zweite drahtf ormige Verbindung (B2), die durch die zweite 
Offnung (02) gefuhrt ist, mit dem zweiten Korper (K2) e- 
lektrisch verbunden ist, 

- bei der die ersten Chips (CI) iiber Bondverbindungen (B) mit 
der Platte (P) elektrisch verbunden sind, 

- bei der die zweiten Chips (C2) iiber Bondverbindungen (B) 
mit dem ersten Korper (Kl) elektrisch verbunden sind. 

6. Schaltungsanordnung nach Anspruch 5, 

- bei der der erste Korper (Kl) , der zweite Korper (K2) und 
die Platte (P) im wesentlichen aus Kupfer bestehen. 
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Zusammenf assung 
Schaltungsanordnung 

Die Schaltungsanordnung weist ein Leistungsteil (LE) auf, das 
warmeerzeugende Bauelemente und mindestens ein weniger warme- 
erzeugendes Bauelement umfasst. Das weniger warmeerzeugende 
Bauelement ist in einem inneren Bereich der Schaltungsanord- 
nung angeordnet . Die warmeerzeugenden Bauelemente sind urn den 
inneren Bereich herum angeordnet und an mindestens einem als 
elektrische Leitung wirkenden metallischen Korper (Kl) befes- 
tigt, mit dem sie elektrisch verbunden sind. Zur Kiihlung der 
warmeerzeugenden Bauelemente ist der Korper (Kl) elektrisch 
isoliert zumindest im Bereich der warmeerzeugenden Bauelemen- 
te auf einem Kiihlkorper (KK) angeordnet. Der Kuhlkorper (KK) 
ist um den inneren Bereich umlaufend ausgestaltet . < 



Figur 2 



